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课程教学

基于“大国工匠精神”的《集成电路封装技术》课程思政
教学改革探索与思考

牛欣玥 1，2　吴　佼 2　翟　豪 1　田　野 1

（1. 重庆电子工程职业学院物联网学院，重庆 401331；

2. 重庆电子工程职业学院硅光中心，重庆 401331）

摘要：职业学院承担着为国内芯片制造业转型、升级提供高水平、高技能、高素养专技人才的重要使命。课程组教师以为国家培养

集成电路芯片产业人才为使命，强调树立学生正确的劳动观，通过深挖思政元素，改革课程教学体系，优化课程教学目标和考核方式等将“大

国工匠精神”的思政元素自然地融入本门课程。课程思政教学改革的开展有利于提升高职学生的工程素质和创新能力，强化学生爱国使

命担当和敬业奉献的品质，塑造学生精益求精的工匠精神。
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“加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人

才、能工巧匠、大国工匠” 。纵观我国的发展历史，从建国初期

到改革开放，我们在工业发展中取得的巨大成就都离不开普通平

凡的“工匠精神”。从“铁人”王进喜到火箭“心脏”焊接人高

凤林，从工艺美术师孟剑锋到蛟龙号上的“两丝”钳工顾秋亮，

他们的身上闪耀着敬业、精益、专注、创新的工匠品质和内涵。

随着《中国制造 2025》战略的提出，中国将从“制造大国”

转变为“制造强国”和“精造强国”。这就要求我们加快发展服

务于先进制造业的装备、技术和人才，而高层次的技术人才队伍

更是实现制造强国战略的核心力量。但是，当下我国从事制造业

的技术工人受教育程度低，没有形成高质量的技术团队，尤其缺

乏具备“工匠精神”的高素质专业技术人才，这严重制约了我国

制造业的发展和创新。因此，我们必须加快建设具备国际竞争力

的高素质专业人才队伍。在今天制造业面临着国外技术壁垒和产

业竞争的背景下，作为一所以电子信息和智能化特色为主的职业

院校，重庆电子工程职业学院承担着为国内芯片制造业转型、升

级提供高水平、高技能、高素养专技人才的重要使命。

《集成电路封装技术》作为高职微电子技术专业的核心课程，

其专业性较强，技术性较高，内容主要为芯片封装的基本概念及

工艺流程，以塑料封装工艺为主，讲解晶圆减薄、晶圆切割、芯

片粘接、引线键合、塑料封装、电镀、打印、切筋成型等工序的

工作原理及操作流程，其次介绍常见的金属封装流程及封帽工序，

了解部分先进封装技术的发展前沿。课程组教师以为国家培养集

成电路芯片产业高水平、高技能、高素养人才为使命，强调树立

学生正确的劳动观，通过深挖思政元素，改革课程教学体系，优

化课程教学目标和考核方式等将“大国工匠精神”的思政元素自

然地融入本门课程。

一、《集成电路封装技术》课程的教学现状

《集成电路封装技术》是电子科学与技术专业的一门专业必

修课，主要讲授硅基集成电路制造普遍采用的基本工艺技术。课

程目标是让学生对半导体集成电路制造原理和工艺有一个较为完

整和系统的概念，使其具有一定的工艺分析和设计的能力，并为

后续的相关课程以及未来的职业发展奠定基础。然而，本课程共

64 个学时，涉及到的知识面广、内容多、难度大，实践教学环节

难以正常开展；加之课程开设的时间为二年级下学期，正是学生

建立专业兴趣和树立专业方向的关键时期。因此，需要教师在有

限的教学时间内，合理分配学时，创新教学方法，瞄准产业前沿，

紧跟技术发展，尽可能让学生接触到实际的工艺流程，激发学生

的学习兴趣，提高学生的理论和实践能力。同时，还应该在授课

的过程中落实立德树人的根本任务，将课程思政渗透在教学的全

过程，促进专业知识教育和思想道德教育的融会贯通。

本门课程针对集成电路封装岗位群，以职业能力分析为依据，

设定课程培养目标，以生产实践中的芯片封装案例由浅入深地组

织教学内容。在教学过程中，我们注重培养学生的实际操作能力

和分析问题、解决问题的实际工作能力。但实际授课中，思想政

治元素在教学内容设计上存在一定困难，实验实训内容缺乏思政

元素提炼和引导。针对上述普遍存在的问题，课题组积极开展教

研活动，创建了思政案例库。在此基础上，通过整合师资力量，

形成了融入思政元素的板块式教学团队。

二、挖掘《集成电路封装技术》课程中“大国工匠精神”的

思政元素

在课题组教研活动中，我们确立了《集成电路封装技术》中

“大国工匠精神”的内涵，包括：国家使命，热爱劳动，问题分析，

创新精神，问题解决，精益求精等。比如，在认识封装行业部分，

引入我国集成电路封装发展历史，讲解中高端芯片封装设备基本

被国外垄断，国内企业走国外替代的案例，培养学生科技报国的

使命担当。此外在 CPU 芯片陶瓷封装部分，介绍龙芯艰难而不屈

的发展历史，培养学生爱国情怀。在封装厂区初识和职业发展部分，

介绍封装厂区的相关设备，重要厂规等，介绍职业发展方向部分，

结合生产现场中的厂规，培养学生正确的劳动观，崇尚劳动、尊

重劳动。在塑料封装流程部分，通过对三极管的解剖案例培养学

生分析问题的能力。在晶圆减薄工序工艺原理和流程部分，以高

端的减薄设备为例，启发学生通过比较性能和制造工艺认识到其

中的技术进步，培养学生创新精神。在晶圆减薄工序的机器操作

和故障分析部分，以磨片的工艺参数设置为例，引导学生设计方案，

培养学生解决问题能力。在晶圆切割工作原理、参数设置、故障
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排除部分，以划片刀基本被国外垄断和由此增加的生产成本的现

实为例，让学生充分感受现代工业制造的严密性，培养学生的爱

国情怀和合作精神。在塑封工作原理、参数设置、故障排除部分，

强调工业生产中塑封的复杂性和质量标准，培养精益求精的工匠

精神。在认识气密性封装与非气密性封装部分，介绍军工产品优

异的性能和稳定性，培养学生严谨的工作作风。

三、整合形成特色教学团队

自电子科学与技术专业建成以来，课程组在学校、学院的支

持下，积极引进国内外优秀博士、硕士，人才专业结构合理。本

门课程通过整合有利师资，实现了从的板块式教学模式。另一方面，

本门课程借助学习通 APP、线上资源、虚拟仿真平台等实现了讨

论式、互动式以及小组合作式等多元化教学。

（一）导论 

卢静老师，是微电子技术专业的双师型教师，从事微电子领

域的教育和科研工作十年以上。对电子行业和学生职业发展十分

熟悉，发表过 10 余篇论文，主持市级以上课题 2 项，编写相关教

材 3 本，具有深厚的理论功底和丰富的研发经验。因此，本门课

程的导论授课主要由卢静老师负责。授课过程中，教师借助学习

通开展课堂讨论，比如向学生抛出相关问题，启发学生思考，同

时对学生提出的相关问题进行解答。通过讨论，去伪存真，学生

对于微电子理论中的基本概念和思想有了更加深刻的认识。采用

该教学法后课程教学效果出现以下变化：1）学生对于知识学习的

好奇心和积极性显著提高；2）学生通过案例分析加深了对基本概

念的理解；3）学生与教师之间的互动厘清了大部分学生共同存在

的知识盲区和问题，帮助没有相关理论基础的学生准确掌握知识。

（二）放大器芯片 LM358 塑料封装前段、后段制程；

牛欣玥老师主要负责放大器芯片 LM358 塑料封装前段、后段

制程板块的讲授。在授课过程中，教师以问题引出课堂内容，比

如“封装能否提高芯片性能”，给予学生足够时间自主学习，寻

找答案。在此过程中，学生主动对该部分知识点进行了学习和归

纳总结，掌握了相关部分的重点内容。接下来，教师对学生的回

答进行点评，并展开相关课程的内容，达到统一学生思想的效果。

此外，教师通过分组任务如“通过塑封外形识别芯片种类”，促

使学生以小组为单位，分工展开文献检索和内容提炼，最后由 1

名组员进行汇报。这种教学法 1）提高了学生学习主动性；2）训

练了学生查找相关知识和文献的技巧；3）增强了学生团队合作意

识，提高了学生口头表达能力。

（三）放大器芯片 LM358 金属封装

徐雪刚老师主要负责放大器芯片 LM358 金属封装板块的讲授。

在授课过程中，教师通过课堂讲授分享常用金属封装技术内容，

比如核心的几种封帽焊接技术。在此基础上，通过互动式学习引

导学生对该部分研究进行思考，并提出自己的问题。这些问题既

可以是基本概念、知识点、技术方法，也可以针对研究内容本身

提出自己观点。教师则结合自己的工作和科研经历对问题进行解

答，以讲故事的形式呈现最新的研究成果及其过程方法，如“封

装材料渗透率的军工标准”，从而拓展知识点。尤其值得注意的是，

在此过程中，会有学生提出问题，如有的学生提出“能否发展低

温烧结技术应用在塑料封装当中”，让教师震惊之余颇有收获，

这也是课堂反哺生产的典型示范。

四、优化课程教学目标和考核方式

课程既定的教学目标是培养学生掌握集成电路封装中的基本

方法、基本技能以及必要的基础理论知识，培养学生分析实验结

果的能力，提高学生分析问题和解决问题的能力。这样的教学目

标下，学生被动接受知识，无法与生产实践结合，不能将课堂所

学应用到以后的实际工作中。尤其是面对复杂多变的技术问题，

学生难以提出正确的观点和解决问题的思路。职业院校专业课程

应该既要满足产业的需求，又要培养学生专业技能和独立解决实

际问题的能力和素质。因此，课程组提出“线上 + 线下立体考核”

的教学目标。原来课程的考核方式为平时成绩占 40%，期末理

论考试占 60%。基于新的教学目标，我们新设置了专题考核和案

例考核环节，专题考核以分组形式完成，目的在于提高学生团队

合作能力。案例考核强调培养学生独立思考和解决实际问题的能

力。改革后采用多元化考核方式，课堂表现占 10%，专题考核占 

20%，案例考核占 20%，笔试占 50%。

五、总结

弘扬和培育“大国工匠精神”是实现《中国制造 2025》战略

的需要，同时也是升级我国工业产业制造和培养更多技术技能型

人才的需要。作为高职院校，我们担当着培育“工匠精神”的责任。

本课程组通过挖掘和凝练国家使命，热爱劳动，问题分析，创新

精神，问题解决，精益求精等“大国工匠精神”的内涵，将思想

政治元素融入《集成电路封装技术》的授课过程，同时根据不同

老师的专业背景和擅长领域实行板块式多元教学，以提升高职学

生的工程素质和创新能力，强化学生爱国使命担当和敬业奉献的

品质，塑造学生精益求精的工匠精神。但是，在教学实践中，仍

然存在一些值得探讨的问题，比如，先进封装技术方便的内容解

析未能跟上最新的研究进展，针对这个问题，我们考虑下一步会

筛选本专业内的，技术相对简单，思路较容易理解的案例，每学

期更新教学内容对前沿研究进行跟进。再比如，我们已经发现虚

拟仿真教学的局限性，例如软件的开发难以跟上最新的生产实际，

因此我们正在考虑是否有必要对此深入挖掘，以及建设自己的虚

拟仿真平台，以达到规范教学和贴近学生就业需求的目的。最后，

板块式教学可能存在课程衔接的问题，我们计划通过每学期 1-2

次的教学研讨会和课程组内部听课来修补各个板块之间的缝隙，

以提高课程的整体性和优化课程结构。
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